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第1回　今どきのプロセッサ開発に求められること（2022年6月号） 
第2回　先見性か自己満足か…プロセッサのコンセプト開発（2022年7月号） 
第3回　みんな大好き？ CPU開発（2022年9月号）

　現在では身の回りのあらゆる機器にプロセッサが
使われています．プロセッサはマイコンやシステム
を構成する複数の機能とともにワンチップ化した半
導体チップ［SoC（System on a Chip）］，半導体パッ

ケージという形態で機器内のシステム基板に搭載さ
れています（図1）．半導体チップに組み込まれる機
能詳細を図2に示します．
　同じ機能の製品でも，より優れた性能や製造コス
トの低減を実現するために，製造工程のさまざまな
フェーズに工夫やノウハウが盛り込まれています．
今回は，このような水面下ともいえる開発の舞台裏
を紹介します．

半導体開発で考えるべきこと

● 性能，電力，面積のバランスが重要
開 発 の 現 場 で はPPA（Performance： 処 理 性 能，

Power：電力，Area：面積）という言葉が半導体の性能
を位置付ける3要素としてよく使われます．優れた要素
性能の例を次に3つ示します（括弧内は実現方法の例）．
①高処理性能（高サイクル性能，高周波数）
② 小面積（高電圧，低周波数，多層配線化，低いし

きい値電圧注）
③ 低消費電力（低電圧，低周波数，高いしきい値電

圧）
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図1　半導体チップの搭載例

DDR
制御

DDR
I/F

PCle
制御

PCle
I/F

他
制御

高速
I/F

共有メモリ

DMAC

フラッシュ・
メモリ

オンチップ・メモリ

プロセッサ・コア

プロセッサ・システム

キャッシュ・メモリ

グラフィック

アクセラレータ機構

信号処理

電源制御
I/O
制御

システム制御

モード制御

割り込み
制御

汎用
I/O

タイマ

特殊
I/O

高速I/O 制御 周辺機能

など

ADC DAC

アナログ

など

バ
ス
・
ブ
リ
ッ
ジ

図2　半導体チップの機能構成例

プロセッサ開発のセンス
もう一度重要になる気がする

阿部 信
第9回 性能/電力/面積のバランスに苦労する… 
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